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(54) Anordnung zur Verringerung der Anzahl der Messpads auf einem Halbleiterchip 



(57) Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Ver- 
ringerung der Anzah! der Pads auf einem eine inte- 
grierte Schaltung enthaltenden Halbleiterchip (1). Diese 
Anordnung umfaBt insbesondere einen Analog/Digital- 
Wandler (3), der von verschiedenen Stellen (2) in der im 
Halbleiterchip (1) realisierten integrierten Schaltung 

Rg. 1 



gelieferte interne Spannungen uber ein Pad (9) einem 
Fuse-Cutter (5) zufuhrt, welchersodann einzelne Fuses 
(7) schieBt, um die gemessenen internen Spannungen 
an Zielspannungswerte heranzufuhren. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Anordnung zur Verringerung der Anzahl der Messpads 
(Oder Mess-Kontaktkissen) auf einem eine integrierte 
Schaltung enthaltenden Halbleiterchip, bei der zur Ein- 
stellung interner elektrischer Spannungen in der inte- 
grierten Schaltung im Halbleiterchip Fuses zu schieBen 
sind. 

[0002] Bei einer bestehenden Anordnung werden 
beim Testen eines Halbleiterchips an zahlreichen Mes- 
spads interne Spannungen, die in der im Halbleiterchip 
realisierten integrierten Schaltung vorliegen, mittels 
eines Testers abgegriffen, urn nach Vergleich dieser 
internen Spannungen mit gewunschten Werten ent- 
sprechende Fuses durch einen Fuse-Cutter (oder ein 
Fuse-Auslosegerat) zu schieBen, wodurch die internen 
Spannungen auf ihre gewunschten Werte getrimmt 
werden. Ein ublicher Wert, der durch SchieBen einer 
Fuse erreicht werden kann, ist beispielsweise eine 
Spannungsabsenkung um 10 mV. 
[0003] Ein derartiges Vorgehen ermoglicht ohne 
weiteres eine relativ genaue Einstellung samtlicher 
interner Spannungen in der integrierten Schaltung. Es 
ist aber relativ aufwendig, da jeder einzelnen internen 
Spannung ein gesondertes, sogenanntes Messpad 
zugeordnet werden muB, uber das der Wert der inter- 
nen Spannung nach auBen und insbesondere an den 
Fuse-Cutter abgegeben wird. Durch eine groBe Anzahl 
von Messpads, die auch als Charakterisierungspads 
bezeichnet werden, wird zudem Flache des Halbleiter- 
chips verbraucht, was in zahlreichen Fallen uner- 
wunscht ist. Dabei ist zu bedenken, daB der 
Halbleiterchip zusatzlich zu den Messpads in der Regel 
uber zahlreiche Eingabe/Ausgabe-(l/0-)Pads verfugt, 
uber die Signale in die integrierte Schaltung eingespeist 
bzw. von dieser ausgegeben werden. Oft ist es daher 
auch problematisch, zusatzlich zu einer groBen Anzahl 
von zwingend notwendigen l/O-Pads auch noch Platz 
fur Messpads zur Verfugung zu stellen. 
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, ine Anordnung zur Verringerung der Anzahl der 
Messpads auf einem eine integrierte Schaltung enthal- 
tenden Halbleiterchip zu schaffen, bei der auch mit 
wenigen zur Verfugung stehenden Pads Fuses genau 
g schossen werden konnen. 

[0005] Diese Aufgabe wird bei einer Anordnung der 
eingangs genannten Art erfindungsgemaB dadurch 
gelost, daB ein im Halbleiterchip enthaltener Ana- 
log/Digital-Wandler die internen Spannungen digitali- 
siert und die so erhaitenen Digitalwerte jeder internen 
Spannung uber ein Eingabe/Ausgabe-Pad an einen 
externen Fuse-Cutter abgibt, der die Fuses im Halblei- 
terchip schieBt. 

[0006] Die Erfindung beschreitet damit einen von 
dern bisherigen Stand der Technik vollkommen abwei- 
chenden Weg: durch einen zusatzlichen Analog/Digital- 
Wandler im Halbleiterchip werden die internen Span- 



nungen, die in der integrierten Schaltung einzustellen 
sind, digitalisiert. Der so emaltene digitale Datenstrom 
kann dann uber ein ohnehin vorhandenes i/O-Pad, 
gegebenenfalls auch uber mehrere l/O-Pads, nach 

5 auBen zu dem Fuse-Cutter ausgegeben werden, der 
dann wieder in den Halbleiterchip eingreift und dort die 
Fuses so schieBt, daB die jeweiligen internen Spannun- 
gen ihre gewunschten Werte annehmen. Anstelle einer 
Vielzahl von gesonderten Messpads wird ein ohnehin 

70 vorhandenes l/O-Pad verwendet, um den digitalen 
Datenstrom vom Analog/Digital-Wandler zum Fuse- 
Cutter zu fuhren und sodann das "Fusen" vorzuneh- 
men. 

[0007] Der Analog/Digital-Wandler kann in dein 
75 Halbleiterchip relativ einfach realisiert werden und erfor- 
dert jedenfalls weniger Platz bzw. Flache als eine Viel- 
zahl von Messpads. Mit einem 6-Bit-Analog/Digital- 
Wandler konnen beispielsweise sechs Fuses entspre- 
chend geschossen werden. 
20 [0008] Durch die Verringerung der Anzahl der Pads 
ist es auch moglich, mehr Halbleiterchips als bisher par- 
allel zu testen. AuBerdem wird der Trimm-Vorgang zum 
Einstellen der internen Spannungen in der integrierten 
Schaltung vereinfacht, indem das Messen und Berech- 
25 nen der internen Zielspannung letztlich auf den Halblei- 
terchip selbst veiiagert wird. 

[0009] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der 
Zeichnung naher erlautert, in deren einziger Figur die 
erfindungsgemaBe Anordnung schematisch dargestellt 
30 ist. 

[0010] In einem Halbleiterchip 1 ist eine integrierte 
Schaltung realisiert, bei der an mehreren Stellen 2 eine 
interne elektrische Spannung gemessen und auf einen 
jeweils zugeordneten internen Zielspannungswert ein- 

35 gestellt werden soil. Hierzu werden die an den Stellen 2 
gemessenen Spannungswerte einem Analog/Digital- 
(A/D-)Wandler 3 zugefuhrt, der die einzelnen, an den 
Stellen 2 gemessenen Spannungswerte digitalisiert und 
einen digitalen Datenstrom 4 nach auBen abgibt. Dieser 

40 Datenstrom 4 wird einem Fuse-Cutter 5 zugefuhrt, der 
mit einer entsprechenden Recheneinheit 6 versehen ist, 
die den digitalen Datenstrom 4, der Information uber die 
internen Spannungen an jeder Stelle 2 enthalt, mit ent- 
sprechenden fur diese Stellen 2 vorgesehenen Span- 

45 nungswerten, sogenannten internen Zielspannungen, 
vergleicht. Abhangig von dem Vergleichsergebnis wer- 
den dann bestimmte Fuses 7 geschossen, die in einem 
Fusefeld 8 des Halbleiterchips 1 angeordnet sein kon- 
nen und einzelnen Stellen 2 zugewiesen sind. Durch 

so dieses SchieBen von Fuses 7 werden die internen 
Spannungen an den einzelnen Stellen 2 naher an ihre 
Zielspannungen herangebracht, bis diese schlieBlich 
moglichst genau erreicht sind. 

[0011] Die Erfindung ermoglicht so durch den 
55 zusatzlichen Aufwand des Analog/Digital-Wandlers 3 
die Einsparung einer groBen Anzahl an Messpads, da 
der Analog/Digital-Wandler 3 mit seinem Ausgang an 
ein ubliches l/O-Pad 9 der in dem Halbleiterchip 1 reali- 
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sierten integrierten Schaltung angeschlossen werden 
kann. Gegebenenfalls kann fur den Analog/Digital- 
Wandler 3 ein solcher Wandler verwendet werden, der 
ohnehin bereits in der integrierten Schaltung des Halb- 
leiterchips 1 enthalten ist. In diesem Fall tritt praktisch 5 
kein zusatzlicher Aufwand aut 

Pat ntanspruche 

1. Anordnung zur Verringerung der Anzahl der Pads 10 
auf einem eine integrierte Schaltung enthaltenden 
Halbleiterchip (1), bei der zur Einstellung interner 
elektrischer Spannungen in der integrierten Schal- 
tung im Halbleiterchip (1) Fuses (7) zu schieGen 
sind, 15 
dadurch gekennzeichnet, daB ein im Halbleiter- 
chip (1) enthaltener Analog/Digital- Wandler (3) die 
internen Spannungen digitalisiert und die so erhal- 
tenen Digitalwerte jeder internen Spannung uber 

ein Eingabe/Ausgabe-Pad (g) an einen externen 20 
Fuse-Cutter (5) abgibt, der die Fuses (7) im Halblei- 
terchip (1)schieBt. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB dem Analog/Digi- 25 
tal-Wandler (3) die internen Spannungen von einer 
Vielzahl von Stellen (2) in der integrierten Schal- 
tung zufuhrbar sind. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 Oder 2, 30 
dadurch gekennzeichnet, daB der Fuse-Cutter (5) 
eine Recheneinheit (6) enthalt 

4. Anordnung nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Recheneinheit 35 
(6) einen vergleich zwischen gemessenen internen 
Spannungen und internen Zielspannungen vor- 
nimmt. 

40 



45 



50 



55 



C| D: <EP 1091405A2_I_> 



3 



EP 1 091 405 A2 



Fig. 1 
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Abstract 



The invention relates to a configuration for reducing the number of pads on a semiconductor chip (1) with an integrated circuit This 
configuration includes an analog/digital converter (3), which feeds internal voltages that are delivered by different locations (2) in 
the integrated circuit via a pad (9) to a fuse cutter (5), which then blows fuses (7) in order to bring the measured internal voltages 
into accord with target values a 
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